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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leiterplatte, 
die einerseits eine Arbeitsseite, die zur Aufnahme ei- 
ner Elektronikschaltung sowie auf der Oberflache befe- 
stigter und durch die Schaltung miteinander verbundener 
Elektronikbauteile dient, sowie eine der Arbeitsseite 
gegenuberliegende Schutzseite und andererseits ein Ende 
umfaSt, das in Richtung der Arbeitsseite umgebogen wird 
und auf der Schutzseite einen Verbinder mit durch die 
Leiterplatte hindurchverlauf enden Kontaktst if ten auf - 
weist, wobei der Verbinder eine zum AnschluS an einen 
Stromkreis dienende Seite und eine zur Verbindung mit 
der Elektronikschaltung dienende und mit der Arbeits- 
seite in Kontakt stehende Seite umf a£t . 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich zudern auf ein 
Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte. 

Bei derzeit bekannten Leiterplatten dieser Art werden 
Verbinder mit geraden oder um 90° gebogenen Kontakt - 
stiften eingesetzt. AuSerdem handelt es sich bei den 
derzeit eingesetzten Verbindern um Verbinder mit durch 
die Leiterplatte hindurchverlauf enden Kontakt stiften, 
die auf Leiterplatten aufgelotet werden, welche ihrer- 
seits aus einem Substrat bestehen, das entweder - so- 
fern es aus einem dem Fachmann bereits bekannten Ver-' 
bundwerkstof f vom Typ FR4 besteht - steif oder auch - 
sofern es aus einem dem Fachmann auf diesem Gebiet 
ebenfalls bereits bekannten Verbundwerkstof f vom Typ 
Flex besteht - elastisch sein kann. Diese Verbinder 
werden durch ein als "Wellenloten" bezeichnetes Verfah- 
ren angelotet . 
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Eine kurzliche Entwicklung im Bereich der Elektronik- 
bauteile hat dazu gefuhrt, dafi bei Leiterplatten, die 
nur auf einer einzigen Seite derartige Bauteile aufwei- 
sen y ein als " Auf schmelzen" bezeichnetes Lotverf ahren 
5 zum Anloten der Bauteile auf der Leiterplatte einge- 

setzt wird. 

AuSerdem wurden zur Minimierung der Anzahl der Arbeits- 
schritte bei der Herstellung der Leiterplatte als ober- 
10 f lachenmontierte Verbinder bezeichnete Verbinder ent- 

) wickelt, deren Kontaktstif te nicht mehr durch die Lei- 

terplatte hindurchverlauf en, sondern auf der zur Auf- 
nahme der Elektronikbauteile bestimmten Oberflache der 
Leiterplatte oberf lachenmontiert sind. 

15 

Allerdings weist dieses Herstellungsverf ahren im . Hin- 
blick auf die Anzahl der oberf lachenmontiert en Kontakt- 
stifte Einschrankungen auf. Es ist namlich tatsachlich 
sehr schwierig, eine ausgesprochen groSe Anzahl von 
2 0 Kontaktstif ten in derselben Ebene zu haltern, wenn 

diese Kontaktstif te um 90° gebogen sind, was besonders 
dann zutrifft, wenn die Anzahl der Kontaktstif te 50 
^ ubersteigt . 

25 Wenn nun also die Anzahl der Kontaktstif te zu hoch ist, 

so gibt es nur zwei Losungen fur das Anloten der Elek- 
tronikbauteile und des Verbinders auf der Leiterplatte. 

Eine erste Losung besteht dabei im gleichzei tigen Ein- 
30 satz des Aufschmelz- und des Wellenlotverf ahrens . Die- 

ses Vorgehen ist insofern kostspielig, als hier zwei 
Lottechniken eingesetzt werden und es notig ist sicher-. 
zustellen, daS alle Kontaktstif te gut angelotet wurden. 


Eine zweite Losung besteht im Einsatz einer Leiter- 
platte, die ein Substrat vom Typ Flex aufweist, das in 
Form einer ebenen Platte vorliegt und auf dem die Elek- 
tronikbauteile und der Verbinder im Auf schmelzverf ahren 
aufgelotet werden. Das Flex- Substrat muS sodann urn 90° 
gebogen werden, damit die Seite, an der der Verbinder 
an einen extemen Stromkreis angeschlossen werden soli, 
senkrecht zur Hauptoberf lache der Leiterplatte ver- 
lauft. Diese Ausrichtung des Verbinders stellt eine von 
den Benutzern vorgegebene, zwingende Notwendigkei t dar. 
Allerdings ist auch diese zweite Losung gleichermafien 
kostenintensiv, da sich das Flex- Substrat nur zu einem 
hohen Selbstkostenpreis herstellen laSt . 

Patent Abstracts of Japan, Vol. 19, Nr. 295 (E 1094), 
vom 26.7.19 91 behandelt eine Leiterplatte gemaS dem 
Oberbegriff des Anspruches 1. 

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zu- 
grunde, die erwahnten Nachteile zu vermeiden, und dabei 
insbesondere durch alleinigen Einsatz des Aufschmelz- 
verfahrens eine Herstellung einer elastischen Leiter- 
platte zu geringen Kosten zu erzielen und dabei gleich- 
zeitig sicherzustellen, daS die Anschlufiseite des Ver- 
binders senkrecht zur Hauptoberf lache der Leiterplatte 
verlauf t . 

Hierzu wird gemafi der vorliegenden Erfindung eine Lei- 
terplatte vorgesehen, die die folgenden Bestandteile 
umf aSt : 

eine Arbeitsseite , die zur Aufnahme einer Elektro- 
nikschaltung sowie von Elekt ronikbauteilen dient, 
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welche oberf lachenmontiert und miteinander durch die 
Schaltung verbunden sind, 

eine Schutzseite, die der Arbeitsseite gegenuber- 
5 liegt , und . 

ein Ende, das in Richtung der Arbeitsseite umgebogen 
wird und auf der Schutzseite einen Verbinder mit 
durch die Leiterplatte hindurchverlauf enden Kontakt- 
10 st if ten umfaSt, wobei der Verbinder eine zum An- 

) schluS an einen Stromkreis dienende Seite sowie eine 

Seite umfafit, die zur Verbindung mit einer Elektro- 
nikschaltung dient und mit der Arbeitsseite in Kon- 
takt steht, 

15 

und wobei die Leiterplatte im wesentlichen dadurch ge- 
kennzeichnet ist f da£ 

die Leiterplatte aus einem Material hergestellt ist, 
20 das sich urn einen Winkel oc biegen lafit, der im we- 

sentlichen 50° nicht uberschreiten kann, wobei die 
Verbindungsseite des Verbinders mit der AnschluS- 
seite einen Winkel bildet, der dem Biegewinkel 
™ c<- komplementar ist, wodurch die Anschlufiseite und 

25 die Schutzseite im wesentlichen senkrecht zueinander 

verlauf en . 

Die erf indungsgemaSe Leiterplatte kann gegebenenf alls 
unter anderem auch eines oder mehrere der folgenden 
3 0 Merkmale auf we is en : 


die durch die Leiterplatte hindurchverlauf enden Kon- 
taktstifte des Verbinders sind derart gekrummt, daS 
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sie im wesentlichen senkrecht zur Verbindungsseite 
des Verbinders verlaufen; 


der Biegewinkel <*- betragt etwa 45°; 

* 5 

die Leiterplatte ist aus einem Material vom Typ FR4 
gefertigt; 

die Leiterplatte ist aus einem Material vom Typ CEM 
10 gefertigt; 

» 

die Leiterplatte besitzt eine Dicke von weniger als 
etwa 0,6 mm. 

15 Die vorliegende Erfindung betrifft zudem ein Elektro- 

nikgehause, dessen eine Seite durch eine Leiterplatte 
gebildet wird, welche eines oder mehrere der genannten 
Merkmale aufweist und an der der Verbinder auf der 
einen Seite zuganglich vorgesehen ist. * 

2 0 

Unter anderem betrifft die vorliegende Erfindung auch 
ein Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte, die 
eines oder mehrere der genannten Merkmale aufweist, wo- 
™ bei dieses Verfahren Verf ahrensschritte umf aSt , die in 

25 einem Anloten der Elektronikbauteile und des Verbinders 

durch Aufschmelzen sowie in einem Umbiegen des Endes 
der Leiterplatte bestehen. 

Ein erf indungsgemaSes Ausf uhrungsbeispiel wird im fol- 

3 0 genden unter Bezugnahme auf die beigefugte Zeichnung 

erlautert. In der Zeichnung zeigen 


Fig.l 


eine Langsschni ttansicht einer erfin- 
dungsgemaSen Leiterplatte, welche ober- 


m 
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f lachenmontierte Bauteile sowie einen 
Verbinder mit durch die Leiterplatte hin- 
durchverlauf enden Kontaktstif ten umfafit; 

Fig. 2 eine Fig.l entsprechende Ansicht, wobei 

das den Verbinder tragende Ende der Lei- 
terplatte umgebogen wurde; und 

Fig. 3 eine Perspektivansicht der Leiterplatte 

gemaS den Fig.l und 2, welche zur Her- 
stellung einer der Seiten eines Elektro- 
nikgehauses dient . 

Die in Fig.l gezeigte Leiterplatte 1 umfafit in an sich 
bekannter Weise eine Arbeitsseite 3 und eine der Ar- 
beitsseite 3 gegenuberliegende Schutzseite 2 . Die Ar- 
beitsseite 3 tragt Elektronikbauteile 4, welche mitein- 
ander durch eine (nicht gezeigte) Elektronikschaltung 
verbunden sind. Diese Elektronikbauteile werden als 
oberf lachenmontierte Bauteile (CMS) bezeichnet. 

Die Leiterplatte 1 weist unter anderem ein Ende 5 auf, 
auf dem ein erf indungsgemafier , mit durch die Leiter- 
platte hindurchverlauf enden Kontaktstif ten 7 versehener 
Verbinder 6 befestigt ist . 

Im ubrigen umfaSt die Leiterplatte 1 einen beispiels- 
weise aus Aluminium gefertigten Warmeableiter 8 sowie 
ein beispielsweise aus einem dem Fachmann bekannten 
Verbundmaterial vom Typ FR4 oder vom Typ CEM gefertig- 
tes dunnes Substrat. 


Der Warmeableiter 8 wird an der Seite der Leiterplatte 
1 angeordnet, an der sich die Schutzseite befindet, 


wahrend das dunne Substrat 9 an der Seite der Leiter- 
platte angeordnet wird, an der sich die Arbeitsseite 3 
befindet. Das eingesetzte Substrat weist eine Dicke 
auf, die zwischen 0,2 und 0,6 mm liegt, wodufch es 
halbsteif ist und sich so urn einen Winkel c<_ biegen 
laSt, der 45 bis 50° erreichen kann. Unter biegbar ver- 
steht man dabei, dafi das eingesetzte Material zwar ge- 
bogen werden kann, gleichzeitig aber bezuglich der 
Hauptdimensionen der Leiterplatte einen sehr geringen 
Biegeradius auf weist . 

Der mit den durch die Leiterplatte hindurchverlauf enden 
Kontaktstif ten 7 versehene Verbinder 6 weist im ubrigen 
eine Seite 10 zum AnschluS an einen externen Stromkreis 
sowie eine Seite 11 auf, die zur Verbindung mit der vom 
Substrat 9 getragenen Elektronikschal tung dient. 

GemaS der vorliegenden Erfindung bildet die Verbin- 
dungsseite 10 des Verbinders 6 mit der AnschluSseite 11 
einen Winkel, der dem Biegewinkel oc komplementar ist, 
wodurcii nach dem Biegen des Endes 5 der Leiterplatte 1 
um den Winkel oc die AnschluBseite 10 des Verbinders . 6 
im wesentlichen senkrecht zur restlichen Oberflache der 
Leiterplatte ausgerichtet ist. 

Zudem werden die uber die Verbindungsseite 11 vorsprin- 
genden Enden der Kontaktstif te 7 so zuruckgebogen, dafi 
sie senkrecht zur Leiterplatte verlaufen. 

Das erfindungsgemaSe Verfahren zur Herstellung der Lei- 
terplatte 1 besteht darin, den Verbinder 6 am Ende 5 
der Leiterplatte 1 so zu plazieren, dafi die Verbin- 
dungsseite 11 mit der Schutzseite 2 der Leiterplatte in 


Kontakt. steht, wahrend die Elektronikbauteile 4 an der 
Arbeitsseite 3 der Platte plaziert werden. 

Das Verfahren sieht sodann ein Anloten aller Bauteile 
und des Verbinders durch Aufschmelzen vor. 

Der letzte Verf ahrensschritt besteht sodann darin, das 
Ende 5 der Leiterplatte 1 urn den zwischen 45 und 50° 
liegenden Winkel o<_ derart zu biegen, daS die AnschluS- 
seite 10 des Verbinders 6 senkrecht zur Hauptoberf lache 
der Leiterplatte 1 verlauft. 

In Fig. 3 ist schlieSlich ein Elektronikgehause 12 dar- 
gestellt, dessen Oberseite 13 durch die beschriebene 
Leiterplatte 1 gebildet wird. Wie sich der Zeichnung 
entnehmen laSt, weist der auf der Leiterplatte 1 durch 
das kostengunstige erf indungsgemaSe Verfahren ortsfest 
angebrachte Verbinder 6 eine Anschlufiseite 10 auf, die 
parallel zu einer der Seitenoberf lachen des Gehauses 12 
verlauft und von aufien her zuganglich ist. 
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Patentanspruche : 

1. Leiterplatte, enthaltend: 

eine Arbeitsseite (3) , die zur Aufnahme einer 
Elektronikschaltung sowie von Elektronikbautei- 
len (4) dient, welche oberflachenmontiert und 
miteinander durch die Schaltung verbunden sind, 

eine Schutzseite (2) , die der Arbeitsseite (3) 
gegenuberl iegt , und 

ein Ende (5) , das in Richtung der Arbeitsseite 
(3) umgebogen wird und auf der Schutzseite (2) 
einen Verbinder (6) mit durch die Leiterplatte 
hindurchverlauf enden Kontaktstif ten (7) umfaSt, 
wobei der Verbinder (6) . eine zum Anschlu.fi an 
einen Stromkreis dienende Seite (10) sowie eine 
Seite (11) umfafit, die zur Verbindung mit einer 
Elektronikschaltung dient und mit der Arbeits- 
seite (3) in Kontakt steht, 

und wobei die Leiterplatte (1) dadurch gekennzeich- 
net ist, dafi sie aus einem Material hergestellt ist, 
das sich urn einen Winkel biegen laSt, der im we- 
sentlichen 50° nicht uberschreiten kann, wobei die 
Verbindungsseite (11) des Verbinders (6) mit der An- 
schlufiseite (10) einen Winkel bildet, der dem Biege- 
winkel oc komplementar ist, wodurch die AnschliiS- 
seite (10) und die Schutzseite (2) im wesentlichen 
senkrecht zueinander verlaufen. 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die durch die Leiterplatte hindurchverlau- 
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fenden Kontaktstif te (7) des Verbinders (6) sind 
derart gekriimmt, dafi sie im wesentlichen senkrecht 
zur Verbiridungsseite (11) des Verbinders (6) verlau- 
fen. 

Leiterplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, da!S der Biegewinkel c*- etwa 45° betragt. 

Leiterplatte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Leiterplatte aus einem Material vom Typ 
FR4 gefertigt ist. 

Leiterplatte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Leiterplatte aus einem Material vom Typ 
CEM gefertigt ist. 

Leiterplatte nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Leiterplatte eine Dicke von weni- 
ger als etwa 0,6 mm besitzt. 

Elektronikgehause, dadurch gekennzeichnet , dafi eine 
seiner Seiten (13) durch eine Leiterplatte (1) gemafi 
einem der Anspruche 1 bis 6 gebildet wird und dafi 
der Verbinder (6) auf dieser einen Seite zuganglich 
vorgesehen ist. 

Verfahren zur Herstellung einer einem der Anspruche 
1 bis 6 entsprechenden Leiterplatte wobei dieses 
Verfahren die folgenden Verf ahrensschritte umf afit : 

Anloten der Elektronikbauteile (4) und des Ver- 
binders (6) durch Auf schmelzen ; sowie 

Umbiegen des Endes (5) der Leiterplatte (1) . 
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PAT 1999-025005 

45 degree folded printed circuit board for electronic 
circuitry has composite substrate with aluminium^ made heat 
sink and work surface with electronic circuit and components 
while pcb extremity supports connector 
W09853652-A1 
26.11.1998 

The pcb (1) includes a work surface (3), on which an 
electric circuit and electronic components (4) are placed, and 
a protection surface (2) . There is an end (5) adapted to be 
folded in the work surface direction, and having a connector (6) 
with through pins on its protection surface. This connector 
has a linking face (10) with the electronic circuit and a 
connection face (11) of this electronic circuit with is in 
contact with the work face. The plate is made of a flexible 
material foldable along an angle alpha of around 50 deg. The 
connection face (11) of the connector forms, with the linking 
face (10), an angle complementary to the fold angle alpha , 
such that the linking face and the protection face are mutually 
perpendicular to each other. The pcb structure includes a heat 
sink (8), made of aluminum, and a composite substrate.; Is 
economical and facilitates mounting of electronic components. 
Is cheap to fabricate and utilises a soldering procedure using 
refusion . 
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